
2026年8月10日 加速器与HBM AI网络模型 核心研究

Rubin Ultra NVL576
架构：快速概览

3分钟

作者 ,  与 Tony Chien Wega Chu Myron Xie



尽管Rubin Ultra的确切规格和架构设计尚处于变动中，但设计与规格应会很快
敲定。在当前阶段，我们已讨论了HBM的规格配置以及在GPU层面提供不
同TDP运行的多种SKU。在系统层面，我们还重点介绍了



通过使用NPO技术实现576个Rubin Ultra封装的更大规模扩展。在本说
明中，我们将对比Rubin与目前我们所预期的Rubin Ultra规格（后续可能会
有变动）。随后，我们将重点讨论旨在实现NVL72跨机架扩展的新型Obero
n架构。  
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在系统层面，我们可以将该架构分为三个部分：计算托架、NVLink Switch 托
架以及机架高度图。Rubin Ultra (Oberon) 的计算托架设计将与 Rubin 大
致相同。该
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唯一的升级是我们观察到的 Tachyon HPM 板 PCB 层数从 26 层增加到 30 层
。此次升级是为了适应从 Rubin 到 Rubin Ultra 更大的 TDP（以支持单颗 R
ubin Ultra GPU 最高 2.6KW，尽管我们认为主流将是 1.8KW）。此外，L
PDDR5X SOCAMM 将被放置在 HPM 的背面，而不是 HPM 板的正面。  
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Nvidia
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在机架高度方面，变化更为明显，并且
意义重大。目前，Oberon 机架 (10+9+8) 的布局为：顶部布置 10 个计算托
架，中部布置 9 个 NVLink Switch 托架，底部布置 8 个计算托架。上述每个托架
的高度均为 1U。对于 Rubin Ultra 架构的 Oberon 系统 (9+18+9)，
计算托架的总数维持 18 个不变，但被均匀地分配在机架的顶部和

底部。NVLink Switch 托架的数量增加了一倍，达到每机架 18 个，且单
托架高度缩减至 0.75U。此举旨在缩短距离最远的计算托架与最远的 NVLink S
witch 托架之间的间距，确保在铜背板上传输的 NVLink 信号能够维持正常
的链路驱动能力。此前，计算托架与 NVLink Switch 托架之间的最大距离
为 19U；现在，尽管 NVLink Switch 托架数量翻倍，该最大距离仅略微增加
至 22.5U。  

根据 NVL72 或 NVL576 的纵向扩展规模大小，
NVLink Switch 托盘（代号：Portia）将相应地配置为 NVL72 的不可扩展版
本，以及 NVL576 的可扩展版本。在可扩展版本中，目前有 NPO 和 C
PO 两个版本正在开发中， 

 请注意，不可扩展版本和可扩展
版本的机架高度相同，这意味着唯一的区别在于
NVLink Switch 托盘。相同的机架高度基础设施设计使得背板在可扩展和不可扩
展版本中保持一致，从而降低了背板端的供应链复杂性。

我们认为，考虑到 NPO 相比 CPO 更为成熟
的封装形态，NPO 将是率先投入市场的版本。
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不可扩展的 NVLink Switch 托盘每个托盘将配备 2 个 NVLink Switch ASIC。通
过 18 个 NVLink Switch 托盘，每个机架总共配置 36 个 NVLink Switch ASI
C，这与 Rubin Oberon 持平。换句话说，不可扩展的 Vera Rubin Ultra O
beron 与 Vera Rubin Oberon 之间的纵向扩展带宽保持一致，且
尽管 NVLink Switch 托盘数量翻倍，但每个机架的纵向扩展 NVLink Switch AS
IC 数量依然相同。   
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可扩展的 NVLink Switch 托盘分为 NPO 和 CPO 两种变体。对于这两种可
扩展版本，NVLink Switch ASIC 的数量比不可扩展版本翻倍至 4 个。这意
味着每个机架总共将有 72 个 NVLink Switch ASIC。其目的是提高总带宽，
以支持跨机架连接。对于 NPO 版本，NPO 模块将通过插槽安装在 PCB 上
，位于 NVLink Switch ASIC 旁边。对于 CPO 版本，每个 NVLink Switch AS
IC 将配备 4 个光引擎；然而，这些引擎是不可更换的。  

对于新的机架高度，以及不可扩展和可扩展交换机，在硬件和组件方面存在一
些细微的影响。新的机架高度对 NVSwitch 的机箱和导轨套件供应商而言是利
好消息，因为每个机架中容纳了更多的 NVLink Switch 托盘。背板含量将随 
PHD2 连接器升级至 PHD3 而增加，而每个机架的 DP 数量保持不变。Tac
hyon HPM 的 PCB 层数将增加 4 层，但材料保持不变。NPO 参与者将受益
于 NVL576 外形规格，我们已在网络模型说明中对此进行了介绍。最后，N
VLink Switch 7 托盘（Portia）的 PCB 将根据交换机版本的不同而有所差异。
Portia NPO 版本的 PCB 内容将最为复杂，而非扩展版本的 PCB 虽然也较为
复杂，但其面积仅为扩展版本的一半。  

免责声明



分析师认证与研究独立性。
本报告中署名的每位分析师在此证明，本报告中所表达的所有观点均准确反
映了我们对任何及所有相关证券或发行人的个人观点，且我们的任何报酬过去
、现在或未来都不会直接或间接与本报告中的具体建议或观点相关联
。SemiAnalysis LLC（以下简称“公司”）是一家独立股票研究机构。本
公司不是美国金融业监管局 (FINRA) 或证券投资者保护公司 (SIPC) 的成员，亦
非注册经纪交易商或投资顾问。

私人投资披露。
每位参与本报告撰写的分析师和/或作者在此披露，他们可能直接或间接持
有本报告所讨论或提及的公司、行业或资产类别的私人投资。此类持仓（如有
）均已向第三方供应商进行外部披露。公司要求任何作者或分析师不得
让其个人投资头寸影响本报告所表达的观点、意见、分析或结论。读者应意
识到，此类持仓的存在（即使已披露）亦可能构成潜在的利益冲突，在评
估本报告内容时，建议读者对此进行审慎考量。

研究与信息局限性。
本报告仅供公司合资格的机构或专业客户分发。本报告的内容代表了其作者的
观点、意见及分析。本文所含信息不构成财务、法律、税务或其他任何方面的
建议。本文呈现的所有第三方数据均获取自被认为可靠的公开渠道；然而，
公司对于此类信息的准确性或完整性不作任何明示或暗示的保证。在任何情况
下，公司均不对任何此类材料的准确性或更新承担责任，也不对因使用本
数据或基于从公司获得的信息或研究而做出的任何投资决策所导致的任何直
接、间接、附带或后果性的损失、损害或机会流失（包括利润、收入或商誉
损失）承担责任。



本报告或公司发布的任何内容均不应被视为出售或购买任何证券或投资的要约
或要约邀请。所收到的任何研究或其他材料均不应被解释为个性化投资建议。
投资决策应作为整体投资组合策略的一部分来制定，您在做出任何投资决策前
应咨询专业的财务顾问、法律顾问及税务顾问。

严禁复制与分发。
本报告的任何用户不得复制、修改、拷贝、分发、出售、转售、传播、转
移、许可、转让或发布本报告本身或其中包含的任何信息。尽管有上述规定，
允许接触工作模型的客户可以更改或修改其中包含的信息，前提是仅供
该客户个人使用。本报告无意供任何被当地、州、国家或国际法律法规视
为非法或以其他方式禁止的用途，亦无意使本公司在相关司法管辖区受到任
何形式的注册或监管。

版权、商标、知识产权。
本公司及本报告中包含的任何徽标或标记均为专有材料。未经本公司明确书
面同意，严禁使用此类术语、徽标和标记。除非另有说明，本报告页面或
屏幕中的版权，以及其中的信息和材料，均为本公司拥有的专有材料。未
经授权使用本报告中的任何材料可能违反多项法规、条例和法律，包括但
不限于版权、商标、商业秘密或专利法。

ETF 及监管状态声明。
本公司可能不时与资产管理公司、发行人、发起人、指数提供商或其他金融机
构合作，共同开发、推出或支持交易所交易基金（“ETF”）及其他投资产品
，包括提供研究、市场分析、指数相关研究或其他与研究相关的服务。本公司
并不



发起、认可、销售或推广任何 ETF，且对投资此类 ETF 的建议性不作任何
明示或暗示的陈述或保证。就本文所述服务而言，本公司不担任任何投资者、
基金、发起人、发行人或其他方的受托人。本公司并未在美国证券交易委员
会或任何州证券监管机构注册为投资顾问或豁免申报顾问。本公司的角
色仅限于提供研究及相关服务，不提供个性化投资建议、投资组合管理、经纪服
务或其他需要注册为投资顾问的服务。

/ /  相 关 研 究

继续阅读。

2026年8月10日 核心研究

TPU 繁荣昌盛：别因为 Gemini 的落幕而哭泣，
要为 TPU 的诞生而微笑
核心研究独家报道

作者：Konrad Wang 和 Tony Chien

2026年8月7日 AI网络模型

互连史诗对决：VCSELs 与 MicroLEDs

作者：Julien Martin-Prin 和 Daniel Nishball



2026年8月7日 加速器与HBM 核心研究 内存模型

HBM 定价上更倾向于三星而非 SK 海力士 
多垂直领域简报

作者：Timothy Chang、Nick Doyle 和 Dylan Patel


